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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SECURE, INSULATED AND ELECTRICALLY CONDUCTIVE ASSEMBLING OF 
TREATED SEMICONDUCTOR WAFERS 

(54) Bezeichnung: FESTES ISOLIERENDES UND ELEKTRISCH LEITENDES VERBINDEN PROZESSIERTER HALBLEI- 
TERSCHEIBEN 




(57) Abstract: The invention concerns a method and a device for assembling treated semiconductor wafers (1, 2), for obtaining 
^ not only a secure assembly, but an electrical connection (5) between the semiconductor wafers or between the electronic structures 



(3) comprising the latter as well. The invention is characterized in that the secure assembly is produced by means of structured 
intermediate glass layers (6; 6a), with low melting point, acting as insulating layers, and the electrical connection is produced by 
means of an electroconductive sealing glass (5). 



CD (57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anordnung der Verbindung von prozessierten 
Halbleiterscheiben (1,2), wobei zusatzlich zu dem festen Zusammenfugen eine elektrische Verbindung (5) zwischen den Halbleiter- 
scheiben bzw. zwischen den diese tragenden elektronischen Strukturen (3) vorhanden ist. Dazu werden zwecks fester Verbindung 
niedrig schmelzende strukturierte Glaszwischenschichten (6; 6a) als Isolierschichten und als elektrische Verbindung in Form von 
elektrisch leitfahigem Lot (5) auf Glasbasis eingesetzt. 
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